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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年10月20日(2011.10.20)

【公開番号】特開2009-84693(P2009-84693A)
【公開日】平成21年4月23日(2009.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2009-016
【出願番号】特願2008-250749(P2008-250749)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/458    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  16/458   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/455   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月31日(2011.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層析出装置において、
‐チャンバ（１０）が設けられており、
　該チャンバ（１０）が、被覆したい少なくとも１つの基板（１３）を受容するための基
板キャリア（１２）を備え、該基板キャリア（１２）が、少なくとも１つの基板（１３）
を下方から被覆するための切欠きを有しており、さらに
　該チャンバ（１０）が、隔壁（２３）を備えるプロセスガス室（１１）を備え、前記隔
壁（２３）が、プロセスガス室（１１）の第１のセグメント（２１）をプロセスガス室（
１１）の第２のセグメント（２２）から仕切っており、かつ
‐前記少なくとも１つの基板（１３）を前記隔壁（２３）に対して相対的に運動させる装
置（４４）が設けられている
ことを特徴とする、層析出装置。
【請求項２】
　前記チャンバ（１０）が、
‐第１のセグメント（２１）内への第１のガス供給部（２５）と、
‐第２のセグメント（２２）内への第２のガス供給部（２６）と、
を有する、請求項１記載の層析出装置。
【請求項３】
　前記プロセスガス室（１１）が、少なくとも１つの別のセグメント（３２，３３，３６
，３７）と、少なくとも１つの別の隔壁（３０，３１，３８，３９）とを有しており、か
つ前記チャンバ（１０）が、前記少なくとも１つの別のセグメント（３２，３３，３６，
３７）内への少なくとも１つの別のガス供給部（３４，３５，４０，４１）を有する、請
求項２記載の層析出装置。
【請求項４】
　当該層析出装置が、エピタキシー層析出装置として形成されている、請求項１から３ま
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でのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項５】
　前記基板キャリア（１２）が、円形のテーブルとして形成されている、請求項１から４
までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項６】
　前記基板キャリア（１２）が、プロセスガス室（１１）に対して、前記円形のテーブル
の回転対称軸である軸（４５）を中心に回転可能に配置されている、請求項５記載の層析
出装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの基板を前記隔壁に対して相対的に運動させる装置（４４）が、モ
ータ（４６）を備え、基板（１３）が、第１の運転状態で第１のセグメント（２１）内に
配置され、第２の運転状態で第２のセグメント（２２）内に配置されているようになって
いる、請求項１から６までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの隔壁（２３）が、前記基板キャリア（１２）に対して間隔Ｄ１を
有する、請求項１から７までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項９】
　前記間隔Ｄ１が、５ｍｍより小さい値を有する、請求項８記載の層析出装置。
【請求項１０】
　前記ガス供給部（２５，２６，３４，３５，４０，４１）の少なくとも１つが、相応の
セグメント（２１，２２，３２，３３，３６，３７）内にプロセスガス（Ｇ１，Ｇ２，Ｇ
３，Ｇ４，Ｇ５，Ｇ６）を分配するための複数の出口（６２）を備えるガス分配装置（６
０）を有する、請求項１から９までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項１１】
　プロセスガス（Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４，Ｇ５，Ｇ６）を分解するための前分解段が設
けられている、請求項１から１０までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項１２】
　前記前分解段が熱分解装置（７０）として形成されている、請求項１１記載の層析出装
置。
【請求項１３】
　前記前分解段が、プラズマを発生させる装置（８０）として形成されている、請求項１
１または１２記載の層析出装置。
【請求項１４】
　前記チャンバ（１０）が、前記基板キャリア（１２）に対して前記基板（１３）を回転
させる回転装置（９０）を有する、請求項１から１３までのいずれか１項記載の層析出装
置。
【請求項１５】
　前記プロセスガス室（１１）が前記基板キャリア（１２）の下に配置されている、請求
項１から１４までのいずれか１項記載の層析出装置。
【請求項１６】
　層析出装置を運転する方法において、
‐被覆したい少なくとも１つの基板（１３）を、被覆したい方の面を下向きに、基板キャ
リア（１２）上に配置し、該基板キャリア（１２）が、少なくとも１つの基板（１３）を
下方から被覆するための切欠きを有しており、
‐第１のプロセス条件をプロセスガス室（１１）の第１のセグメント（２１）内に調整し
、第２のプロセス条件をプロセスガス室（１１）の、隔壁（２３）により前記第１のセグ
メント（２１）から仕切られた第２のセグメント（２２）内に調整し、
‐前記少なくとも１つの基板（１３）を隔壁（２３）に対して相対的に動かす
ことを特徴とする、層析出装置を運転する方法。
【請求項１７】
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　前記第１のプロセス条件の調整が、前記第１のセグメント（２１）内への第１のプロセ
スガス（Ｇ１）の供給を含み、前記第２のプロセス条件の調整が、前記第２のセグメント
（２２）内への第２のプロセスガス（Ｇ２）の供給を含む、請求項１６記載の方法。
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